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MORE SUPPORT Welche Basismaterial Qualitaten in einer Leiterplatte verwendet Sie haben Fragen zu Fertigungsdaten, Toleranzen, a
THAN YOU EXPECT werden, ist aus dem Lagenaufbau erkennbar. Wirth Elektronik Prifdokumentation oder Verpackung? In unserer E E §
bietet kosten- und fertigungstechnisch optimierte Standard Technischen Lieferspezifikation fir Leiterplatten (TLS) S
Stackups auf der Webseite an. Hier finden Sie auch alle Standards finden Sie unsere Standards und Empfehlungen @ =
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